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(57)【要約】
【課題】発熱量の大きなパワーＬＥＤ・パワーＩＣ等の
実装密度を向上させた場合でも、これらの電子部品が設
計寿命を全うできる良好な放熱性能を備える高熱伝導性
プリント配線板の提供を目的とする。
【解決手段】この目的を達成するため、アルミニウム基
板を用いたプリント配線板において、アルミニウム基板
の表面にアルマイト層を備えるアルマイト層付きアルミ
ニウム基板を用い、当該アルマイト層の表面に耐熱絶縁
樹脂層を備え、当該耐熱絶縁樹脂層の表面に銅回路層を
備えることを特徴とする高熱伝導性プリント配線板等を
採用する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルミニウム基板を用いたプリント配線板において、
　アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を備えるアルマイト層付きアルミニウム基
板を用い、当該アルマイト層の表面に耐熱絶縁樹脂又はフィラー含有の耐熱絶縁樹脂から
なる耐熱絶縁樹脂層を備え、当該耐熱絶縁樹脂層の表面に銅回路層を備え、銅回路層／耐
熱絶縁樹脂層／第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成とすることを特徴とする高熱
伝導性プリント配線板。
【請求項２】
前記耐熱絶縁樹脂層は、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、シアネートエステル、
ビスマレイドトリアジン、ポリフェニレンエーテル、エポキシ樹脂のいずれかの耐熱樹脂
成分、又は、これら耐熱樹脂成分のいずれかにフィラー含有した樹脂成分で構成したもの
である請求項１に記載の高熱伝導性プリント配線板。
【請求項３】
前記アルミニウム層の厚さをｔａとしたとき、 前記第１アルマイト層の厚さが０．００
１ｔａ～１０ｔａであり、前記耐熱絶縁樹脂層の厚さが０．００１ｔａ～１０ｔａである
請求項１又は請求項２のいずれかに記載の高熱伝導性プリント配線板。
【請求項４】
前記アルマイト層付きアルミニウム基板の第１アルマイト層の反対面に第２アルマイト層
を備え、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／第１アルマイト層／アルミニウム層／第２アルマイ
ト層の層構成とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の高熱伝導性プリント配線板。
【請求項５】
前記アルミニウム層の厚さをｔａとしたとき、 前記第１アルマイト層と第２アルマイト
層との合計厚さが０．００２ｔａ～１０ｔａ、前記耐熱絶縁樹脂層の厚さが０．００２ｔ
ａ～２０ｔａである請求項４に記載の高熱伝導性プリント配線板。
【請求項６】
請求項１～請求項３のいずれかに記載の高熱伝導性プリント配線板の製造方法であって、
以下に示す工程Ａ～工程Ｄを備えることを特徴とする高熱伝導性プリント配線板の製造方
法。
工程Ａ：　当該アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を形成し、アルマイト層付き
アルミニウム基板とする。
工程Ｂ：　当該アルマイト層付きアルミニウム基板の表面に耐熱絶縁樹脂成分又はフィラ
ー含有の耐熱絶縁樹脂成分で構成した耐熱絶縁樹脂層を形成し、耐熱絶縁樹脂層／第１ア
ルマイト層／アルミニウム層の層構成を備える積層体とする。
工程Ｃ：　当該３層構造の積層体の耐熱絶縁樹脂層の表面に銅層を形成し、銅層／耐熱絶
縁樹脂層／第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備える積層体とする。
工程Ｄ：　当該銅層をエッチング加工して銅回路を形成し、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／
第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備えるプリント配線板を得る。
【請求項７】
前記工程Ａにおいて、前記アルミニウム基板の表面を粗化処理した後、当該アルミニウム
基板の表面に前記第１アルマイト層を形成する請求項６に記載の高熱伝導性プリント配線
板の製造方法。
【請求項８】
前記工程Ａにおいて、前記アルミニウム基板の表面に対する第１アルマイト層の形成の際
に、その反対面に第２アルマイト層を同時形成し、両面アルマイト層付きアルミニウム基
板として用いる請求項６又は請求項７に記載の高熱伝導性プリント配線板の製造方法。
【請求項９】
請求項１～請求項３のいずれかに記載の高熱伝導性プリント配線板の製造方法であって、
以下に示す工程ａ～工程ｃを備えることを特徴とする高熱伝導性プリント配線板の製造方
法。
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工程ａ：　当該アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を形成し、アルマイト層付き
アルミニウム基板とする。
工程ｂ：　当該アルマイト層付きアルミニウム基板の表面に、耐熱絶縁樹脂成分又はフィ
ラー含有の耐熱絶縁樹脂成分で構成した耐熱絶縁樹脂層を備える耐熱絶縁樹脂層付き銅箔
を重ね合わせて、積層成形することで、銅層／耐熱絶縁樹脂層／第１アルマイト層／アル
ミニウム層の層構成を備える積層体を得る。
工程ｃ：　当該銅層をエッチング加工して銅回路を形成し、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／
第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備えるプリント配線板を得る。
【請求項１０】
前記工程ａにおいて、前記アルミニウム基板の表面を粗化処理した後、当該アルミニウム
基板の表面に前記第１アルマイト層を形成する請求項９に記載の高熱伝導性プリント配線
板の製造方法。
【請求項１１】
前記工程ａにおいて、前記アルミニウム基板の表面に対する第１アルマイト層の形成の際
に、その反対面に第２アルマイト層を同時形成し、両面アルマイト層付きアルミニウム基
板として用いる請求項１０に記載の高熱伝導性プリント配線板の製造方法。
【請求項１２】
前記アルマイト層付きアルミニウム基板は、前記アルミニウム基板の表面を陽極酸化して
得られたものである請求項６～請求項１１に記載の高熱伝導性プリント配線板の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通電時に実装部品から発生する熱を効率よく放熱する高熱伝導性プリント配
線板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、プリント配線板は、ガラスクロスにエポキシ系樹脂を含浸させたガラスエポ
キシ樹脂基材を用いて、その表面に電解銅箔・圧延銅箔等を張り合わせて、その後、銅層
をエッチングし、必要なめっきを施す等して製造されてきた。例えば、特許文献１には、
多層プリント配線板に設けるブラインドホールを形成する際に、ブラインドホール部の銅
めっきとスルーホール部の銅めっきとを同時に行うことにより、工数およびコストの低減
が図れる高密度プリント板の製造方法が開示されている。この特許文献１においても、ガ
ラスエポキシ絶縁基板を用いることが開示されている。
【０００３】
　このプリント配線板は、セラミックコンデンサに代表されるチップ部品、ＩＣ部品等の
種々の電子部品を実装して使用される。このようなプリント配線板を電気・電子製品に組
み込み、通電して使用する際には、電子部品からの発熱の問題が生じてきた。特に、プリ
ント配線板は、発熱量の大きなパワーＩＣに代表される電子部品の実装が必要となってか
らは、プリント配線板に対して良好な放熱特性が求められてきた。この問題を解決しよう
として、以下のような技術が提唱されてきた。
【０００４】
　特許文献２には、反りの生じない薄板の多層プリント配線板を得ることを目的として、
「剛性金属基板上に絶縁層を介して第１の電気配線層を具備し、この第１の電気配線層上
にパターン状に設けられた感光性樹脂からなる絶縁層を介して、第２の電気配線層を備え
、且つ前記感光性樹脂から成る絶縁層の不存在部位により第１の電気配線層と第２の電気
配線層が導通して構成される多層プリント配線板」を採用している。そして、特許文献２
の「産業上の利用分野」において、「本発明は、薄板化が容易で、反りにくく、寸法安定
性に優れ、放熱性がよい多層プリント配線板に関する。」との記載があり、放熱性を考慮
していることが理解できる。
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【０００５】
　また、青色発光ダイオードの発明が行われて以降、ＬＥＤ照明を種々の分野で使用する
ことが行われており、今後更にＬＥＤ照明の利用範囲が拡大する傾向にある。更に、プリ
ント配線板へのＬＥＤの実装も広く利用されるようになってきた。その中で、ＬＥＤの実
装密度を向上させたいという要求があるが、ＬＥＤからの発生熱による温度上昇があり、
ＬＥＤ寿命及びプリント配線板寿命が短命化するという問題があった。
【０００６】
　このような問題を解決しようとして、特許文献３には、従来のプリント配線板へのＬＥ
Ｄ実装方法では、ハンダ付けの容易さやＬＥＤ素子の大きさによる最小寸法の制限、ＬＥ
Ｄ発生の熱による温度上昇からの制約などからＬＥＤ実装配線板の小型化は難しい。本発
明の目的は、上記の問題点を解決して、ＬＥＤの実装密度を上げて小型化を容易にし、放
熱効果を向上させ、ＬＥＤの寿命を延ばすプリント配線板へのＬＥＤの実装方法およびＬ
ＥＤ実装プリント配線板を提供することを目的として、「金属基板の表面に絶縁層を介し
て銅箔層が積層接着されたプリント配線板へのＬＥＤの実装方法において、凸部冶具によ
ってプリント配線板の銅箔層側から加圧して、逆台形断面の円錐台状の凹部を１個または
複数個つくり、前記円錐台状凹部にＬＥＤのベアチップを入れて固定・配線し、ベアチッ
プの上面を透明材料で全充填または凹部内側をガス充填し外側を透明材料又はガラス板で
封止したことを特徴とするプリント配線板へのＬＥＤの実装方法」等を採用している。即
ち、この特許文献３に開示の発明の場合、放熱金属板の表面に凹部を設け、凹部内に導電
回路を設け、そこにＬＥＤベアチップを配置する構成を採用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－２５９６４０号公報
【特許文献２】特開平５－２４３７４２号公報
【特許文献３】特開２００６－２６１３６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献３に開示の方法では、放熱金属板の表面に配置するＬＥＤベア
チップの数が多くなったり、発熱量の大きなパワーＬＥＤを使用した場合、その発生熱を
放散させる効果が不足し、ＬＥＤ素子の寿命の向上が効率よく得られていなかった。
【０００９】
　従って、市場では、発熱量の大きなパワーＬＥＤ・パワーＩＣ等の実装密度を向上させ
た場合でも、これらの電子部品が設計寿命を全うできる良好な放熱性能を備える高熱伝導
性プリント配線板が望まれてきた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
高熱伝導性プリント配線板：　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板は、以下に示す
２種類の層構成が存在する。よって、「高熱伝導性プリント配線板Ｉ」と「高熱伝導性プ
リント配線板ＩＩ」と称して、以下分別して述べる。
【００１１】
［高熱伝導性プリント配線板Ｉ］
　この高熱伝導性プリント配線板Ｉは、アルミニウム基板を用いたプリント配線板におい
て、アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を備えるアルマイト層付きアルミニウム
基板を用い、当該アルマイト層の表面に耐熱絶縁樹脂又はフィラー含有の耐熱絶縁樹脂か
らなる耐熱絶縁樹脂層を備え、当該耐熱絶縁樹脂層の表面に銅回路層を備え、銅回路層／
耐熱絶縁樹脂層／第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成とすることを特徴とする。
【００１２】
　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板Ｉの前記耐熱絶縁樹脂層は、すべての耐熱性
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の絶縁樹脂を用いることができるが、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、シアネー
トエステル、ビスマレイドトリアジン、ポリフェニレンエーテル、エポキシ樹脂のいずれ
かの耐熱樹脂成分、又は、これら耐熱樹脂成分のいずれかにフィラー含有した樹脂成分で
構成したものであることが好ましい。
【００１３】
　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板Ｉは、前記アルミニウム層の厚さをｔａとし
たとき、 前記第１アルマイト層の厚さが０．００１ｔａ～１０ｔａであり、前記耐熱絶
縁樹脂層の厚さが０．００１ｔａ～１０ｔａであることが好ましい。
【００１４】
［高熱伝導性プリント配線板ＩＩ］
　この高熱伝導性プリント配線板ＩＩは、上述のアルマイト層付きアルミニウム基板の第
１アルマイト層の反対面に第２アルマイト層を備え、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／第１ア
ルマイト層／アルミニウム層／第２アルマイト層の層構成とするものを用いて構成したも
のである。
【００１５】
　係る場合における本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板ＩＩは、前記アルミニウム
層の厚さをｔａとしたとき、 前記第１アルマイト層と第２アルマイト層との合計厚さが
０．００２ｔａ～１０ｔａ、前記耐熱絶縁樹脂層の厚さが０．００２ｔａ～２０ｔａであ
ることが好ましい。
【００１６】
高熱伝導性プリント配線板の製造方法：　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板の製
造方法は、上述の高熱伝導性プリント配線板の製造方法であって、以下に示す工程を備え
ることを特徴とする。この製造方法は、２種類の製造方法が存在する。以下、「第１製造
方法」と「第２製造方法」と称する。
【００１７】
［第１製造方法］
　この第１製造方法は、工程Ａ～工程Ｄを備えている。以下に、これらの工程を順に列挙
する。
工程Ａ：　当該アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を形成し、アルマイト層付き
アルミニウム基板とする。
工程Ｂ：　当該アルマイト層付きアルミニウム基板の表面に耐熱絶縁樹脂成分又はフィラ
ー含有の耐熱絶縁樹脂成分で構成した耐熱絶縁樹脂層を形成し、耐熱絶縁樹脂層／第１ア
ルマイト層／アルミニウム基板の層構成を備える積層体とする。
工程Ｃ：　当該３層構造の積層体の耐熱絶縁樹脂層の表面に銅層を形成し、銅層／耐熱絶
縁樹脂層／第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備える積層体とする。
工程Ｄ：　当該銅層をエッチング加工して銅回路を形成し、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／
第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備えるプリント配線板を得る。
【００１８】
　この第１製造方法において、前記工程Ａにおいて、アルミニウム基板の表面を粗化処理
した後、当該アルミニウム基板の表面に前記第１アルマイト層を形成することが好ましい
。
【００１９】
　この第１製造方法において、前記工程Ａで、当該アルミニウム基板の表面に対する第１
アルマイト層の形成の際に、その反対面に第２アルマイト層を同時形成し、両面アルマイ
ト層付きアルミニウム基板として用いることができる。この場合、工程Ｂ～工程Ｄにおい
て、第１アルマイト層上に耐熱絶縁樹脂層及び銅層、更には、銅回路層を形成する場合と
同様に、第２アルマイト層上に耐熱絶縁樹脂層及び銅層、更には、銅回路層を形成して用
いても良い。
【００２０】
［第２製造方法］
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　この第２製造方法は、工程ａ～工程ｃを備えている。以下に、これらの工程を順に列挙
する。
工程ａ：　当該アルミニウム基板の表面に第１アルマイト層を形成し、アルマイト層付き
アルミニウム基板とする。
工程ｂ：　当該アルマイト層付きアルミニウム基板の表面に、耐熱絶縁樹脂成分又はフィ
ラー含有の耐熱絶縁樹脂成分で構成した耐熱絶縁樹脂層を備える耐熱絶縁樹脂層付き銅箔
を重ね合わせて、積層成形することで、銅層／耐熱絶縁樹脂層／第１アルマイト層／アル
ミニウム層の層構成を備える積層体を得る。
工程ｃ：　当該銅層をエッチング加工して銅回路を形成し、銅回路層／耐熱絶縁樹脂層／
第１アルマイト層／アルミニウム層の層構成を備えるプリント配線板を得る。
【００２１】
　この第２製造方法においても、工程ａにおいて、前記アルミニウム基板の表面を粗化処
理した後、当該アルミニウム基板の表面に前記第１アルマイト層を形成することが好まし
い。
【００２２】
　また、この第２製造方法において、前記工程ａで、当該アルミニウム基板の表面に対す
る第１アルマイト層の形成の際に、その反対面に第２アルマイト層を同時形成し、両面ア
ルマイト層付きアルミニウム基板として用いることができる。この場合、工程ｂ及び工程
ｃにおいて、第１アルマイト層上に耐熱絶縁樹脂層付き銅箔を積層形成し、更には、銅回
路層を形成する場合と同様に、第２アルマイト層上に耐熱絶縁樹脂層付き銅箔を積層形成
し、更には、銅回路層を形成して用いても良い。
【００２３】
　そして、上述の第１製造方法及び第２製造方法において、前記アルマイト層付きアルミ
ニウム基板は、アルミニウム基板の表面を陽極酸化して得られたものであることが好まし
い。
【発明の効果】
【００２４】
　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板は、その層構成に技術的特徴があり、このよ
うな層構成を備えるが故に、発熱量の大きなパワーＬＥＤ、パワーＩＣ等の電子部品等を
実装しても、良好な放熱性能を発揮する。この結果、当該プリント配線板に搭載された電
子部品、プリント配線板の絶縁層等の材料的劣化を抑制出来るため、プリント配線板とし
ての寿命を、設計寿命に近づけることが出来る。また、本件出願に係る高熱伝導性プリン
ト配線板の製造方法は、従来のプリント配線板の製造方法を応用することが可能で、簡便
な製造方法である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉの層構成を模式的に示す断面図で
ある。
【図２】本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板ＩＩの層構成を模式的に示す断面図
である。
【図３】本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板ＩＩの他の実施形態としての層構成
を模式的に示す断面図である。
【図４】本発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第１製造方法を説明する図である。
【図５】本発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第２製造方法を説明する図である。
【図６】熱伝導性評価の試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板及び高熱伝導性プリント配線板の製
造方法についての実施の形態を順に説明する。本件発明に係る高熱伝導性プリント配線板
は、２種類の層構成が存在するため、「高熱伝導性プリント配線板Ｉ」と「高熱伝導性プ
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リント配線板ＩＩ」に分けて説明する。
【００２７】
［高熱伝導性プリント配線板Ｉ］
　まず、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉについて説明する。本件発明にか
かる高熱伝導性プリント配線板Ｉは、例えば、片面プリント配線板や、導体パターンを３
層以上有する多層プリント配線板である。本件発明にかかる高熱導電性プリント配線板Ｉ
は、高い放熱性能を有するプリント配線板であるため、発熱量の大きなパワーＬＥＤ・パ
ワーＩＣ等の電子部品等の実装プリント配線板として好適に用いることができる。また、
本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉは、発熱量の大きなパワーＬＥＤ・パワー
ＩＣ等の実装プリント配線板として用いるだけでなく、例えば、パッケージ基板、インタ
ーポーザ等と称される半導体素子搭載用のプリント基板や、マザーボードや内層回路とし
て用いてもよく、当該ＬＥＤ等の実装プリント配線板に限定されない。
【００２８】
　ここで、図１を参照して本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉの構成を説明す
る。図１は本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉの層構成を模式的に示す断面図
である。本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉは、アルミニウム基板１５の表面
に第１アルマイト層２０を形成し、アルミニウム層１１と第１アルマイト層２０との層構
成を有するアルマイト層付きアルミニウム基板１０を用い、このアルマイト層付きアルミ
ニウム基板１０の第１アルマイト層２０の表面２１に耐熱絶縁樹脂層３０と、当該耐熱絶
縁樹脂層３０の表面３１に銅回路層４０の層構成を備え、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層
３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１の層構成とする。
【００２９】
　アルミニウム基板１５の材料は、純アルミニウム又はアルミニウム基合金を採用するこ
とができる。アルミニウム基合金は、例えば、Ａｌ－Ｃｕ系合金、Ａｌ－Ｍｎ系合金、Ａ
ｌ－Ｓｉ系合金、Ａｌ－Ｍｇ系合金、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金、Ａｌ－Ｚｎ－Ｍｇ系合金
等である。中でも、２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上の高い熱伝導性と、引張り強さ１８０Ｎ／ｍｍ
２以上の高い強度を備えるアルミニウム合金を用いることが好ましい。熱伝導性が、２０
０Ｗ／ｍ・℃未満の場合には、良好な放熱性能を発揮し得ない傾向がある。また、引張り
強さ１８０Ｎ／ｍｍ２未満の場合には、薄い板厚を選択した場合、プリント配線基板とし
て求められる基板強度が得られない場合があるため好ましくない。
【００３０】
　アルミニウム基板１５の表面に第１アルマイト層２０を形成する場合には、まず、第１
アルマイト層２０を形成しようとするアルミニウム基板１５の表面を粗化処理することが
好ましい。粗化処理は、ショットブラスト処理やエンボスロール圧延処理などを採用する
ことができる。粗化処理は、これらショットブラスト処理やエンボスロール圧延処理に限
定されるものではなく、アルミニウム基板１５の表面に、表面粗さＲｚ０．１μｍ～３０
０μｍの凹凸が形成される処理であれば、いずれの粗化処理であっても採用することがで
きる。アルミニウム基板１５の表面を粗化処理した後に、当該アルミニウム基板１５の表
面に第１アルマイト層２０を形成することにより、当該第１アルマイト層２０の表面と、
当該第１アルマイト層２０の表面に形成される耐熱絶縁樹脂層２０との接着性を向上させ
ることができ、当該プリント配線基板としての放熱性能を向上させることができる。
【００３１】
　そして、アルミニウム基板１５の表面に第１アルマイト層２０を形成する場合には、ア
ルミニウム基板１５の表面を陽極酸化するなどの方法によって処理を行い、アルミニウム
基板１５をアルミニウム層１１と、当該アルミニウム層１１の表面に形成される第１アル
マイト層２０の２層構造のアルマイト層付きアルミニウム基板１０とする。この第１アル
マイト層２０の厚さの調整は、例えば、当該陽極酸化する際の通電量や酸化時間等を適宜
調整することにより行う。本実施の形態における第１アルマイト層２０は、陽極酸化によ
って形成される皮膜であり、封孔処理の有無は任意である。
【００３２】
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　また、本実施の形態における第１アルマイト層２０は、再アルマイト処理を施したもの
を採用することが好ましい。アルマイト層は、熱処理時と機械加工時にクラックが発生す
る場合がある。そのため、第１アルマイト層２０の絶縁信頼性を向上させることを目的と
して、第１回目のアルマイト層形成処理を行った後、故意に当該アルマイト層にクラック
を発生させて、当該アルマイト層を再度陽極酸化してアルマイト処理する。アルマイト層
のクラックの形成は、例えば、第１アルマイト層２０を所定温度（一例として３５０℃）
で熱処理した後、温度を例えば２５℃に急降下させることにより行う。クラックの形成方
法は、これに限定されない。
【００３３】
　上述のようにアルミニウム層１１の表面１２に形成された第１アルマイト層２０は、故
意にクラックを形成することによって、母材であるアルミニウム層１１と第１アルマイト
層２０との熱膨張率の差が緩和された状態となる。クラック形成後、再度アルマイト処理
が第１アルマイト層２０に施されることで、母材であるアルミニウム層１１にまで達して
しまったクラック底部にアルマイト処理を施すことができる。これによって、第１アルマ
イト層２０の絶縁性をより確実なものとすることができる。
【００３４】
　第１アルマイト層２０が形成されたアルマイト層付きアルミニウム基板１０は、アルミ
ニウム層１１とは反対側の第１アルマイト層２０の表面２１に、耐熱絶縁樹脂層３０が形
成される。耐熱絶縁樹脂層３０は、熱伝導率が高い耐熱絶縁樹脂成分又はフィラー含有の
耐熱絶縁樹脂成分により構成される。耐熱絶縁樹脂層３０の形成に用いる耐熱絶縁樹脂成
分又はフィラー含有の耐熱絶縁樹脂成分の熱伝導率は、０．２Ｗ／ｍ・Ｋ以上が好ましく
、１．０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であることが更に好ましい。
【００３５】
　本実施の形態において、耐熱絶縁樹脂層３０を構成する樹脂成分は、すべての耐熱性の
絶縁樹脂を用いることができるが、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、シアネート
エステル、ビスマレイドトリアジン、ポリフェニレンエーテル、エポキシ樹脂のいずれか
の耐熱樹脂成分、又は、これら耐熱樹脂成分のいずれかにフィラー含有した樹脂成分を採
用することが好ましい。フィラー含有樹脂は、例えば、無機フィラーを含有することによ
り、第１アルマイト層２０と共に絶縁層を構成する耐熱絶縁樹脂層３０に剛性を与えるこ
とができる。また、フィラーを適切に選択することで、熱伝導性能の調整を行うことがで
きる。
【００３６】
　本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板Ｉは、アルミニウム層１１の厚さをｔａと
したときに、第１アルマイト層２０の厚さが０．００１ｔａ～１０ｔａであり、耐熱絶縁
樹脂層３０の厚さが０．００１ｔａ～１０ｔａであることが好ましい。アルミニウム層１
１の厚さをｔａとしたときに、第１アルマイト層２０の厚さが０．００１ｔａより薄い場
合には、絶縁性が低下し、絶縁層としての機能を十分に発揮することができないからであ
る。アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、第１アルマイト層２０の厚さが１０
ｔａより厚い場合には、絶縁層としての機能を十分に発揮できるが、熱伝導率の高いアル
ミニウム層１１における熱伝導効率が低下し、十分な熱伝導率が確保できなくなるからで
ある。
【００３７】
　アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、耐熱絶縁樹脂層３０の厚さが０．００
１ｔａより薄い場合には、第１アルマイト層２０と、当該耐熱絶縁樹脂層３０の表面に形
成される銅回路層４０との実用上、十分な密着強度を得ることができなくなるばかりか、
耐電圧も低下するからである。アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、耐熱絶縁
樹脂層３０の厚さが１０ｔａより厚い場合には、第１アルマイト層２０と銅回路層４０と
の十分な密着強度を確保できるが、当該耐熱絶縁樹脂層３０は、第１アルマイト層と比較
して熱伝導性能が低いため、適切な熱伝導率が確保できなくなるからである。
【００３８】
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　当該耐熱絶縁樹脂層３０の表面３１に形成される銅回路層４０は、上述の耐熱絶縁樹脂
層３０の第１アルマイト層２０とは反対側の表面３１に形成される銅層４１をエッチング
加工して形成される層である。
【００３９】
　銅層４１は、半導体素子が搭載される外層導体層であり、例えば、電解法で製造した電
解銅箔や、圧延法で製造した圧延銅箔のいずれを用いて構成しても良く、製造方法に関し
ての限定はない。使用する銅箔の厚さに関しても特段の限定はない。
【００４０】
　上述したように本実施の形態の高熱伝導性プリント配線板Ｉは、アルマイト層付きアル
ミニウム基板１０の第１アルマイト層２０の表面２１に耐熱絶縁樹脂層３０と、当該耐熱
絶縁樹脂層３０の表面３１に銅回路層４０の層構成を備え、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂
層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１の層構成としているため、第１アル
マイト層２０上に直接銅回路を形成する場合に比べ、銅回路の密着強度を高めることがで
きる。更に、本実施の形態の高熱伝導性プリント配線板Ｉは、第１アルマイト層２０と耐
熱絶縁樹脂層３０で絶縁層を形成しており、アルマイトに比べて熱伝導率の低い樹脂層を
薄くすることで熱伝導性を向上させることができる。アルミニウム基板の表面に厚い樹脂
層を介して銅回路層を形成する場合と比較して、銅回路に実装される電子部品から発生し
た熱をより効率的に伝熱することができる。更に、第１アルマイト層２０と耐熱絶縁樹脂
層３０を備えた高熱伝導性プリント配線板Ｉは、高い耐電圧を実現することができるため
、当該高熱伝導性プリント配線板Ｉを用いた各機器の信頼性を高めることができる。
【００４１】
　アルミニウムとアルマイト層では、熱伝導率を比較した場合、アルミニウムの方が高い
が、本件発明のように、アルミニウム層の表面にアルマイト層を形成した場合、アルマイ
ト層を形成しない場合と比較して熱伝導性は低下するが、アルマイトによって絶縁層を形
成することができる。また、アルマイトは、樹脂と比べ熱伝導性が優れており、樹脂単体
で絶縁層を形成した場合と比べ、熱伝導性の向上を図ることができる。
【００４２】
［高熱伝導性プリント配線板ＩＩ］
　次に、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板ＩＩについて図２の高熱伝導性プリ
ント配線板ＩＩの層構成を模式的に示す断面図を参照して説明する。当該高熱伝導性プリ
ント配線板ＩＩは、上述の高熱伝導性プリント配線板Ｉと同様に、片面プリント配線板や
、導体パターンを３層以上有する多層プリント配線板などである。当該高熱伝導性プリン
ト配線板ＩＩは、上述の高熱伝導性プリント配線板Ｉと基本的な層構成が同様であるため
、同様の層構成部分についての詳細な説明は省略する。
【００４３】
　当該高熱伝導性プリント配線板ＩＩは、上述の高熱伝導性プリント配線板Ｉのアルマイ
ト層付きアルミニウム基板１０の第１アルマイト層２０側とは反対側の表面１３に第２ア
ルマイト層５１を備え、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／ア
ルミニウム層１１／第２アルマイト層５１の層構成とする両面アルマイト層付きアルミニ
ウム基板５０を用いる。
【００４４】
　アルミニウム層１１の表面１３に第２アルマイト層５１を形成する場合には、上述の第
１アルマイト層２０を形成する場合と同様に、アルミニウム層１１の表面１３を陽極酸化
するなどの方法によって処理を行う。この第２アルマイト層５１の厚さの調整は、例えば
、当該陽極酸化する際の通電量や酸化時間等を適宜調整することにより行ってもよいが、
第１アルマイト層２０を形成する際に、同時に第２アルマイト層５１を形成しても良い。
第１アルマイト層２０と第２アルマイト層５１を同時に形成する場合、アルマイト層の形
成作業の容易化を図ることができる。
【００４５】
　当該高熱伝導性プリント配線板ＩＩは、アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたとき、
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第１アルマイト層２０と第２アルマイト層５１との合計厚さが０．００２ｔａ～１０ｔａ
であり、耐熱絶縁樹脂層３０の厚さが０．００２ｔａ～２０ｔａであることが好ましい。
アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、第１アルマイト層２０と第２アルマイト
層５１との合計厚さが０．００２ｔａより薄い場合には、第１アルマイト層２０の絶縁性
が低下し、絶縁層としての機能を十分に発揮することができないからである。
【００４６】
　また、アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、第１アルマイト層２０と第２ア
ルマイト層５１との合計厚さが１０ｔａより厚い場合には、絶縁層としての機能を十分に
発揮できるが、熱伝導率の高いアルミニウム層１１における熱伝導率が低下し、十分な熱
伝導効率及び放熱効率が確保できなくなるからである。
【００４７】
　アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、耐熱絶縁樹脂層３０の厚さが０．００
２ｔａより薄い場合には、第１アルマイト層２０と、当該耐熱絶縁樹脂層３０の表面に形
成される銅回路層４０との実用上、十分な密着強度を得ることができなくなるからである
。アルミニウム層１１の厚さをｔａとしたときに、耐熱絶縁樹脂層３０の厚さが２０ｔａ
より厚い場合には、第１アルマイト層２０と銅回路層４０との十分な密着強度を確保でき
るが、当該耐熱絶縁樹脂層３０は、第１アルマイト層２０と比較して熱伝導性能が低いた
め、適切な熱伝導効率が確保できなくなるからである。
【００４８】
　なお、上述した第２アルマイト層５１を備えた両面アルマイト層付きアルミニウム基板
５０は、図３に示すように、第２アルマイト層５１の表面５２に、耐熱絶縁樹脂層３０と
同様の耐熱絶縁樹脂層６０を形成しても良い。耐熱絶縁樹脂層６０は、第１アルマイト層
２０上に形成される耐熱絶縁樹脂層３０と同様に、第２アルマイト層５１の表面に形成さ
れるため、詳細な説明については省略する。
【００４９】
　第２アルマイト層５１の表面５２に耐熱絶縁樹脂層６０を形成した場合、耐熱絶縁樹脂
層６０の表面６１には、銅回路層７０を形成することができる。この銅回路層７０は、上
述の耐熱絶縁樹脂層６０の第２アルマイト層５１とは反対側の表面６１に形成される銅層
７１をエッチング加工して形成される層である。当該銅層７１、銅回路層７０は、上述の
銅層４１、銅回路層４０と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００５０】
　上述の高熱伝導性プリント配線板Ｉと同様に、両面アルマイト層付きアルミニウム基板
５０の第１アルマイト層２０の表面２１のみならず、第２アルマイト層５１の表面５２に
に耐熱絶縁樹脂層６０と、当該耐熱絶縁樹脂層６０の表面６１に銅回路層７０の層構成を
備えているため、第２アルマイト層５１上に直接銅回路を形成する場合に比べ、銅回路の
密着強度を高めることができる。更に、本実施の形態の高熱伝導性プリント配線板ＩＩは
、アルミニウム層１１の一面側は、第１アルマイト層２０と耐熱絶縁樹脂層３０で絶縁層
を形成し、アルミニウム層１１の他面側は、第２アルマイト層５１と耐熱絶縁樹脂層６０
で絶縁層を形成しているため、アルマイトに比べて熱伝導率の低い樹脂層を薄くすること
で熱伝導性を向上させることができる。アルミニウム層の表面に厚い樹脂層を介して銅回
路層を形成する場合と比較して、銅回路に実装される電子部品から発生した熱をより効率
的に伝熱することができる。
【００５１】
［高熱伝導性プリント配線板の製造方法］
　以下、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の製造方法について説明する。ここ
では、上述の高熱伝導性プリント配線板Ｉを中心として説明する。本件発明にかかる高熱
伝導性プリント配線板の製造方法は、２種類、存在するため、「第１製造方法」と「第２
製造方法」に分けて説明する。
【００５２】
［第１製造方法］
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　まず、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第１製造方法について図４を参照
して説明する。本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第１製造方法は、以下に説
明する工程Ａ～工程Ｄを備えている。各工程Ａ～工程Ｄについて順に列挙して説明する。
【００５３】
工程Ａ：　工程Ａは、アルマイト層形成工程であり、上述のアルミニウム基板１５の表面
１２に第１アルマイト層２０を形成し、アルマイト層付きアルミニウム基板１０とする。
【００５４】
　ここで、アルミニウム基板１５の表面に第１アルマイト層２０を形成する前処理として
、第１アルマイト層２０を形成しようとするアルミニウム基板１５の表面を粗化処理する
ことが好ましい。粗化処理は、ショットブラスト処理やエンボスロール圧延処理などを採
用することができる。粗化処理は、これらショットブラスト処理やエンボスロール圧延処
理に限定されるものではなく、アルミニウム基板１５の表面に、表面粗さＲｚ０．１μｍ
～３００μｍの凹凸が形成される処理であれば、いずれの粗化処理であっても採用するこ
とができる。アルミニウム基板１５の表面を粗化処理した後に、当該アルミニウム基板１
５の表面に第１アルマイト層２０を形成することにより、当該第１アルマイト層２０の表
面と、当該第１アルマイト層２０の表面に形成される耐熱絶縁樹脂層２０との接着性を向
上させることができ、当該プリント配線基板としての放熱性能を向上させることができる
。
【００５５】
　本実施の形態では、アルミニウム基板１５の表面を電解浴中で陽極酸化して、当該アル
ミニウム基板１５の表面に硬質アルマイト層を形成し、アルミニウム基板１５をアルミニ
ウム層１１と、当該アルミニウム層１１の表面に形成される第１アルマイト層２０の２層
構造のアルマイト層付きアルミニウム基板１０とする。電解浴としてシュウ酸を用いる場
合には、シュウ酸濃度を３．０ｗｔ％～８．０ｗｔ％とし、電解浴温度を５．０℃～２０
℃とし、通電電流密度を１．０Ａ／ｄｍ２～１０Ａ／ｄｍ２とすることが好ましい。電解
浴として硫酸を用いる場合には、硫酸濃度を１０ｗｔ％～２０ｗｔ％とし、電解浴温度を
０℃～１０℃とし、通電電流密度を２．０Ａ／ｄｍ２～５．０Ａ／ｄｍ２とすることが好
ましい。電解浴としてシュウ酸と硫酸の混合溶液を用いる場合には、シュウ酸濃度を３．
０ｗｔ％～８．０ｗｔ％、硫酸濃度を１０ｗｔ％～２０ｗｔ％とし、電解浴温度を２０℃
～３０℃とし、通電電流密度を１．０Ａ／ｄｍ２～５．０Ａ／ｄｍ２とすることが好まし
い。
【００５６】
　アルミニウム層１１の表面１２に形成されるアルマイト層は、硬質アルマイト層に限定
されない。電解浴としてリン酸溶液、クエン酸溶液、芳香族スルホン酸溶液、クロム酸溶
液、これら２以上の混合溶液等を適宜選択して用いて、リン酸アルマイト、白アルマイト
、クロム酸アルマイト等からなるアルマイト層を採用しても良い。形成する場合には、こ
れらの電解浴の温度、濃度、通電する電流密度を適宜調整する。
【００５７】
　上述の高熱伝導性プリント配線板ＩＩを製造する場合には、工程Ａにおいて、アルミニ
ウム層１１の表面１２に対する第１アルマイト層２０を形成する際に、当該アルミニウム
層１１の第１アルマイト層２０が形成される表面１２とは反対側の表面１３に、当該第１
アルマイト層２０と同様に、第２アルマイト層５１を同時に形成してもよい。第１アルマ
イト層２０と第２アルマイト層５１を同時に形成する場合、アルマイト層の形成作業の容
易化を図ることができる。この場合、両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０として
用いることができる。
【００５８】
　そして、本実施の形態では、第１アルマイト層２０の絶縁信頼性を向上させるために、
第１アルマイト層２０に対して、故意にクラックを発生させた後、再アルマイト処理を行
う。クラック処理は、アルミニウム基板１１の表面に形成されたアルマイト層２０に故意
にクラックを入れることで、アルマイト層２０と母材であるアルミニウム層１１との応力
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緩和を図り、基板作成から実装及び製品実用時に新たなクラックが発生することを防止す
ることを目的としている。
【００５９】
　再アルマイト処理は、例えば、アルマイト層付きアルミニウム基板１０を３５０℃で５
分間熱処理を施した後、２５℃で水にて急冷し、意図的にクラックを発生させる。クラッ
ク底部はアルミニウム直上にまで達するため、絶縁信頼性が低下する。そこで、クラック
にアルマイトを形成する目的で再アルマイト処理を行う。再アルマイト処理の工程は、１
０％Ｈ２ＳＯ４に２０℃、１０秒間浸漬した後、上述したアルマイト層形成方法と同条件
でクラック底部にアルマイト処理を施すことにより行う。ここでは、クラックを発生させ
る方法として、熱処理温度を３５０℃とする方法を採用しているが、これは、実装時の半
田コテ先温度を想定したものである。従って、熱処理温度は、３５０℃に限定されるもの
ではなく、基板加工から実装までの一連のプロセス、並びに実用時に負荷されると予測さ
れる温度の最高温度以上で行うことが好ましい。
【００６０】
　なお、上述の両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０を用いる場合、第２アルマイ
ト層５１の表面５２に耐熱絶縁樹脂層６０及び銅回路層７０を形成する場合のみ、当該第
２アルマイト層５１に再アルマイト処理を行う。第２アルマイト層５１の表面５２に耐熱
絶縁樹脂層６０及び銅回路層７０を形成しない場合には、再アルマイト処理は、表面に耐
熱絶縁樹脂層３０が形成される第１アルマイト層２０のみ行い、第２アルマイト層５１に
ついては行わなくても良い。
【００６１】
工程Ｂ：　工程Ｂは、耐熱絶縁樹脂層形成工程であり、上述の工程Ａにより作成されたア
ルマイト層付きアルミニウム基板１０（又は５０）の表面２１に耐熱樹脂成分で構成した
耐熱絶縁樹脂層３０を形成し、耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウ
ム層１１の層構成を備える積層体とする。なお、上述の両面アルマイト層付きアルミニウ
ム基板５０を用いた場合には、耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウ
ム層１１／第２アルマイト層５１の層構成を備える積層体とする。
【００６２】
　耐熱絶縁樹脂層３０を構成する耐熱樹脂は、上述したように熱伝導率が０．２Ｗ／ｍ・
Ｋ以上の樹脂を採用することが好ましい。より好ましくは、熱伝導率が１．０Ｗ／ｍ・Ｋ
以上の耐熱絶縁樹脂を採用することが望ましい。本実施の形態では、熱伝導率が０．２Ｗ
／ｍ・Ｋの可溶性ブロック共重合ポリイミド樹脂、又は、熱伝導率が３．０Ｗ／ｍ・Ｋの
エポキシ系樹脂を耐熱絶縁樹脂として採用する。上述したように耐熱絶縁樹脂層３０を構
成する耐熱絶縁樹脂は、ポリイミド樹脂以外にも、熱伝導率が０．２Ｗ／ｍ・Ｋ以上のポ
リアミドイミド樹脂、シアネートエステル、ビスマレイドトリアジン、ポリフェニレンエ
ーテル、エポキシ樹脂のいずれかの耐熱樹脂成分、又は、これら耐熱樹脂成分のいずれか
にフィラー含有した樹脂成分を採用することができる。
【００６３】
　この耐熱絶縁樹脂層３０は、樹脂ワニスをアルマイト層付きアルミニウム基板１０（又
は５０）の第１アルマイト層２０側の表面２１（及び第２アルマイト層５１側の表面５２
）上に塗布する方法や、樹脂フィルムやプリプレグをアルマイト層付きアルミニウム基板
１０（又は５０）の第１アルマイト層２０側の表面２１上に張り合わせる方法などを用い
て当該アルマイト層付きアルミニウム基板１０（又は５０）の第１アルマイト層２０側の
表面２１（及び第２アルマイト層５１側の表面５２）上に形成する。
【００６４】
　この耐熱絶縁樹脂層３０の膜厚は、５μｍ～１００μｍとすることが好ましくは、５μ
ｍ～８０μｍとすることが更に好ましい。より好ましい耐熱絶縁樹脂層３０の膜厚は、２
０μｍ～８０μｍである。当該耐熱絶縁樹脂層３０がアルマイト層付きアルミニウム基板
１０の表面に形成されることにより、アルマイト層付きアルミニウム基板１０の表面に直
接銅層４１（銅回路層４０）を形成する場合と比較して、良好な密着強度を実現すること
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ができる。耐熱絶縁樹脂層３０は、熱伝導率が０．２Ｗ／ｍ・Ｋ程度であり、第１アルマ
イト層２０の熱伝導率がアルミニウムの１／５程度であることを考慮すると、当該耐熱絶
縁樹脂層３０の膜厚は、薄い方が好ましい。また、本実施の形態の第１アルマイト層２０
の表面に存在するクラック内に、耐熱絶縁樹脂が充填されることで、導体である銅層４１
とアルマイト層２０との絶縁性を確保することができる。
【００６５】
工程Ｃ：　工程Ｃは、銅層形成工程であり、上述の工程Ｂにおいて形成された３層構造の
積層体の耐熱絶縁樹脂層３０の表面３１に銅層４１を形成し、銅層４１／耐熱絶縁樹脂層
３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１の層構成を備える積層体とする。なお
、上述の両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０を用いた場合には、銅層４１／耐熱
絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１／第２アルマイト層５１の
層構成、又は、銅層４１／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層
１１／第２アルマイト層５１／耐熱絶縁樹脂層６０／銅層７１の層構成を備える積層体と
する。
【００６６】
　銅層４１の形成は、上述の工程Ｂにおいて形成された３層構造の積層体の耐熱絶縁樹脂
層３０の表面３１に銅箔を真空プレス機により接着することにより行う。ただし、銅層４
１の形成方法は、これに限定されない。本実施の形態では、一例として上述の工程Ｂにお
いて形成された３層構造の積層体を１５０℃で３０分間熱処理した後、３５μｍの厚さの
銅箔を真空プレス機により２２０℃９０分、１．５ＭＰａで接着した。銅層７１について
も銅層４１と同様に形成する。
【００６７】
工程Ｄ：　工程Ｄは、銅回路形成工程であり、上述の工程Ｃで形成された銅層４１をエッ
チング加工して銅回路層４０を形成し、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマ
イト層２０／アルミニウム層１１の層構成を備えるプリント配線板Ｉを得る。なお、上述
の両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０を用いた場合には、銅回路層４０／耐熱絶
縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１／第２アルマイト層５１の層
構成、又は、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム
層１１／第２アルマイト層５１／耐熱絶縁樹脂層６０／銅回路層７０の層構成を備えるプ
リント配線板ＩＩを得る。
【００６８】
　銅回路の形成は、積層体の銅層４１又は銅層７１の表面に直接エッチングレジストを形
成して不要部分の銅をエッチング除去するサブトラクティブ法等の公知のエッチング加工
手法の全ての使用が可能である。
【００６９】
［第２製造方法］
　次に、本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第２製造方法について図５を参照
して説明する。本件発明にかかる高熱伝導性プリント配線板の第２製造方法は、以下に説
明する工程ａ～工程ｃを備えている。以下に、これらの工程を順に列挙する。
【００７０】
工程ａ：　工程ａは、アルマイト層形成工程であり、上述のアルミニウム基板１５の表面
１２に第１アルマイト層２０を形成し、アルマイト層付きアルミニウム基板１０とする。
第２製造方法の工程ａは、上述の第１製造方法の工程Ａと同様であるため、説明を省略す
る。なお、当該第２製造方法の工程ａにおいても、上述の第１製造方法の工程Ａと同様に
、アルミニウム基板１５の表面１２に対する第１アルマイト層２０を形成する際に、当該
アルミニウム層１１の第１アルマイト層２０が形成される表面１２とは反対側の表面１３
に、当該第１アルマイト層２０と同様に、第２アルマイト層５１を同時形成してもよい。
この場合、両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０として用いることができる。
【００７１】
工程ｂ：　工程ｂは、耐熱絶縁樹脂層付き銅箔の接着工程であり、上述の工程ａにより作
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成されたアルマイト層付きアルミニウム基板１０の表面２１に、耐熱絶縁樹脂成分で構成
した耐熱絶縁樹脂層３０を備える耐熱絶縁樹脂層付き銅箔４３を重ね合わせて、積層成形
することで、銅層４１／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１
１の層構成を備える積層体を得る。上述の両面アルマイト層付きアルミニウム基板５０を
用いた場合には、銅層４１／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム
層１１／第２アルマイト層５１の層構成を備える積層体を得る。両面アルマイト層付きア
ルミニウム基板５０の両面に銅回路層７０を形成する場合には、第１アルマイト層２０の
表面２１に耐熱絶縁樹脂層付き銅箔４３を重ね合わせる場合と同様に、第２アルマイト層
５１の表面５２に、耐熱絶縁樹脂成分で構成した耐熱絶縁樹脂層６０を備える耐熱絶縁樹
脂層付き銅箔を重ね合わせて、積層形成しても良い。この場合、銅層４１／耐熱絶縁樹脂
層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１／第２アルマイト層５１／耐熱絶縁
樹脂層６０／銅層７１の層構成を備える積層体を得る。
【００７２】
　当該第２製造方法では、銅層４１の形成に用いる銅箔４４の表面に、耐熱樹脂成分で構
成した耐熱絶縁樹脂層３０を形成し、耐熱絶縁樹脂層付き銅箔４３とする。耐熱樹脂成分
は、上述の第１製造方法で用いた耐熱樹脂と同様に、熱伝導率が０．２Ｗ／ｍ・Ｋ以上の
樹脂、より好ましくは、熱伝導率が１．０Ｗ／ｍ・Ｋ以上の耐熱絶縁樹脂を採用すること
が望ましい。
【００７３】
　第２製造方法における耐熱絶縁樹脂層３０は、樹脂ワニスを銅箔４４の表面に塗布する
方法や、樹脂フィルムやプリプレグを銅箔４４の表面に張り合わせる方法などを用いて銅
箔４４の表面に形成される。この耐熱絶縁樹脂層３０の膜厚は、第１製造方法と同様に５
μｍ～１００μｍ、更に好ましくは、５μｍ～８０μｍ、より好ましくは、２０μｍ～８
０μｍとすることが望ましい。
【００７４】
　耐熱絶縁樹脂層付き銅箔４３は、耐熱絶縁樹脂層３０側が、アルマイト層付きアルミニ
ウム基板の第１アルマイト層２０側と当接するように重ね合わせて、当該耐熱絶縁樹脂層
付き銅箔４３と、アルマイト層付きアルミニウム基板１０とを真空プレス機により接着す
る。当該第２製造方法においても、耐熱絶縁樹脂層３０がアルマイト層付きアルミニウム
基板１１の第１アルマイト層２０側の表面に形成されることとなり、アルマイト層付きア
ルミニウム基板１０の表面に直接銅層４１を形成する場合と比較して、良好な密着強度を
実現することができる。なお、第２アルマイト層５１側に耐熱絶縁樹脂層付き銅箔を設け
る場合にも、第１アルマイト層２０側に耐熱絶縁樹脂層付き銅箔４３を設ける場合と同様
であるため、詳細な説明は省略する。
【００７５】
工程ｃ：　工程ｃは、銅回路形成工程であり、上述の工程ｂで形成された銅層４１をエッ
チング加工して銅回路を形成し、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層
２０／アルミニウム層１１の層構成を備えるプリント配線板Ｉを得る。上述の両面アルマ
イト層付きアルミニウム基板５０を用いた場合には、銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０
／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１／第２アルマイト層５１の層構成、又は、
銅回路層４０／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アルミニウム層１１／第２
アルマイト層５１／耐熱絶縁樹脂層６０／銅回路層７０の層構成を備えるプリント配線板
ＩＩを得る。
【００７６】
　第２製造方法における銅回路の形成も、第１製造方法における銅回路の形成方法と同様
に、積層体の銅層４１の表面に直接エッチングレジストを形成して不要部分の銅をエッチ
ング除去するサブトラクティブ法等の公知のエッチング加工手法の全ての使用が可能であ
る。
【実施例】
【００７７】
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　以下、本件発明の高熱伝導性プリント配線板の各実施例について説明する。各実施例及
び後述する各比較例の条件は、後の表１にまとめて示す。
【００７８】
［実施例１］
　実施例１としての高熱伝導性プリント配線板は、アルミニウム基板としてプリント配線
板の放熱対策に用いられるＡ５０５２アルミニウム板（２．０ｍｍ厚）を５０ｍｍ×５０
ｍｍにカットしたものを用いる。本実施例１で用いたＡ５０５２アルミニウム板の熱伝導
率は、１４０Ｗ／ｍ・Ｋである。当該アルミニウム基板は、４０℃、５．０ｇ／ｄｍ３の
水酸化ナトリウム溶液にて１分間処理した後、十分に水洗した。
【００７９】
　アルマイト層の形成には、シュウ酸ベースの電解浴を用いた。電解浴の条件は、シュウ
酸濃度を３ｗｔ％、電解浴温度を２０℃、通電電流密度を３Ａ／ｄｍ２とした。当該第１
アルマイト層の膜厚は、２０μｍであり、ビッカース硬度は、約４８７Ｈｖであった。当
該第１アルマイト層は、再アルマイト処理を行うため、アルマイト処理後のアルミニウム
基板を３５０℃で５分間熱処理し、２５℃の水にて急冷して、意図的にクラックを発生さ
せる。その後、１０％Ｈ２ＳＯ４に２０℃、１０秒間浸漬した後、再度上述のアルマイト
処理と同条件でクラック底部にアルマイト処理を施した。
【００８０】
　そして、再度アルマイト処理を行ったアルミニウム基板は、バーコーダーにより表面に
耐熱樹脂としての可溶性ブロック共重合ポリイミド樹脂（熱伝導率０．２Ｗ／ｍ・Ｋ）を
１０μｍの厚さで、コーティングした。その後、耐熱絶縁樹脂層の表面に、マット面の粗
度がＲｚ＝６μｍの３５μｍ電解銅箔を熱プレスにより接着した。これにより、実施例１
としての高熱伝導性プリント配線板を得た。なお、当該実施例１は、アルマイト層を形成
する前処理としてのアルミニウム基板の表面の粗化処理は、行っていない。当該実施例１
の層構成及び粗化処理の有無、再アルマイト処理の有無について、後述する他の各実施例
や各比較例と合わせて表１に示す。
【００８１】
【表１】

【００８２】
［実施例２］
　実施例２は、実施例１と同様、アルミニウム基板として熱伝導率１４０Ｗ／ｍ・ＫのＡ
５０５２アルミニウム板を用い、当該アルミニウム基板の表面にシュウ酸ベースの電解浴
を用いてアルマイト層を形成した。実施例２では、アルマイト層の膜厚を４０μｍとした
。当該アルマイト層は、実施例１と同様に再アルマイト処理を行った。そして、当該アル
マイト層の表面に耐熱樹脂としての可溶性ブロック共重合ポリイミド樹脂（熱伝導率０．
２Ｗ／ｍ・Ｋ）を１０μｍの厚さで、コーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。当該
耐熱絶縁樹脂層の表面には、実施例１と同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を形成
し、実施例２としての高熱伝導性プリント配線板を得た。なお、当該実施例２においても
、実施例１と同様にアルマイト層形成前のアルミニウム基板の表面に粗化処理を行ってい
ない。
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【００８３】
　実施例２の高熱伝導性プリント配線板の物性は、熱伝導率が１３．０Ｗ／ｍ・Ｋ、耐電
圧が０．５ｋＶであった。そして、この実施例２の高熱伝導性プリント配線板に対して、
以下の各評価試験を行った。
【００８４】
半田耐熱試験：以上のようにして得られた高熱伝導性プリント配線板を、３０ｍｍ×３０
ｍｍの試験用試料として、銅層面を下にして、２６０℃の溶融はんだ浴に浮かせ、２０秒
間保持する。このとき、耐熱絶縁樹脂層と銅層との間に、ふくれ（剥離）が発生するか否
かに関して試験した。その結果、実施例２の高熱伝導性プリント配線板は、ふくれが発生
しなかった。
【００８５】
吸湿試験及び絶縁信頼性試験：上述の半田耐熱試験後の高熱導電性プリント配線板を、５
０℃の温水中に２４時間浸漬保持して吸湿試験を行った。吸湿試験後、測定電圧５００Ｖ
において表面の銅層と母材のアルミニウム層の間の絶縁抵抗を測定し、絶縁信頼性試験を
行った。実施例２の吸湿試験後の絶縁抵抗は６．２Ｅ＋１０Ωであり、実用レベルにおい
て絶縁信頼性が良好であることが確認された。
【００８６】
湿中負荷試験（マイグレーション試験）：上述の実施例２の高熱伝導性プリント配線板に
ついて湿中負荷試験を行った。湿中負荷試験では、上述のごとく得られた高熱伝導性プリ
ント配線板を３０ｍｍ×３０ｍｍの試験用試料として、温度８５℃／湿度８５％ＲＨ下に
おいて、１００Ｖの電圧を１０００時間印加し、その後、絶縁抵抗の測定及び外観の検査
を行った。その結果、実施例２の高熱伝導性プリント配線板は、絶縁抵抗が１Ｅ＋１１Ω
であり、外観上、マイグレーションが発生しておらず絶縁良好であることが確認された。
【００８７】
煮沸試験：上述の実施例２の高熱伝導性プリント配線板について煮沸試験を行った。煮沸
試験では、実施例２の高熱伝導性プリント配線板を３０ｍｍ×３０ｍｍの試験用試料とし
て、１００℃で２時間煮沸を行った後、銅層面を下にして、２６０℃の溶融はんだ浴に浮
かせ、２０秒間保持する。このとき、耐熱絶縁樹脂層と銅層との間に、ふくれ（剥離）が
発生するか否かに関して試験した。その結果、実施例２の高熱伝導性プリント配線板は、
ふくれが発生しなかった。
【００８８】
銅箔のピール強度：上述の実施例２の高熱伝導性プリント配線板を切断して、線幅１０ｍ
ｍ×長さ１００ｍｍの長方形状のピール強度試験片とする。ピール強度測定機に、銅層が
上方を向くようにピール強度試験片を載置して固定した後、銅層の一端を約１０ｍｍ、耐
熱絶縁樹脂層から剥がした部分をつかみ、ピール強度試験片の表面に垂直な方向に引き剥
がして、ＪＩＳ　Ｃ５０１２に準じて引き剥がし強度を測定する。実施例２のピール強度
の結果は、１．９ｋＮ／ｍであり、プリント配線板として良好な結果が得られた。
【００８９】
アルマイト層の耐クラック性試験：上述の実施例２の高熱伝導性プリント配線板の製造に
おいて、アルマイト層にクラックが発生しやすい工程は、熱処理時と機械加工時である。
そのため、アルマイト層の耐クラック性試験は、アルマイト層の表面に耐熱絶縁樹脂層を
形成する前の状態のアルマイト層付きアルミニウム基板に対して、半田耐熱試験により評
価する。半田耐熱試験では、実施例２に用いるアルマイト層付きアルミニウム基板を３０
ｍｍ×３０ｍｍの試験用試料として、銅層面を下にして、２６０℃の溶融はんだ浴に浮か
せ、２０秒間保持する。このとき、アルマイト層の表面にクラックが発生するか否かに関
して試験した。その結果、実施例２に用いるアルマイト層付きアルミニウム基板は、クラ
ックが発生しなかった。
【００９０】
冷温サイクル試験：上述の実施例２の高熱伝導性プリント配線板について冷温サイクル試
験を行った。冷温サイクル試験は、温度サイクル槽を使用して、高熱伝導性プリント配線
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板を－４０℃～１２５℃、各３０分のヒートサイクルで２０００サイクル処理し、１００
０サイクル毎に銅層の剥がれを確認した。実施例２の高熱伝導性プリント配線板は、１０
００サイクルにおいて銅層の剥がれが確認されず、２０００サイクルでは、銅層の剥がれ
が確認された。１０００サイクルまでの信頼性が確認できた。なお、実施例２についての
各評価試験の結果を以下の表２に示す。表２には、以下に示す実施例３についての各評価
試験の結果も合わせて示す。
【００９１】
【表２】

【００９２】
［実施例３］
　実施例３は、実施例１と同様、アルミニウム基板として熱伝導率１４０Ｗ／ｍ・ＫのＡ
５０５２アルミニウム板を用い、当該アルミニウム基板の表面にシュウ酸ベースの電解浴
を用いてアルマイト層を形成した。実施例２では、アルマイト層の膜厚を４０μｍとした
。当該アルマイト層は、実施例１と同様に再アルマイト処理を行った。そして、当該アル
マイト層の表面に耐熱樹脂としてのエポキシ系樹脂（熱伝導率３．０Ｗ／ｍ・Ｋ）を４０
μｍの厚さでコーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。当該耐熱絶縁樹脂層の表面に
は、実施例１と同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を形成し、実施例３としての高
熱伝導性プリント配線板を得た。なお、当該実施例３においても、実施例１と同様にアル
マイト層形成前のアルミニウム基板の表面に粗化処理を行っていない。
【００９３】
　実施例３の高熱伝導性プリント配線板の物性は、熱伝導率が４０．０Ｗ／ｍ・Ｋ、耐電
圧が２．０ｋＶであった。そして、この実施例３の高熱伝導性プリント配線板に対して、
実施例２と同様に各評価試験を行った。各試験の条件は、上述の実施例２と同様であるた
め、説明を省略する。
【００９４】
　半田耐熱試験の結果、実施例３の高熱伝導性プリント配線板は、ふくれが発生しなかっ
た。吸湿試験及び絶縁信頼性試験の結果、実施例３の吸湿試験後の絶縁抵抗は３Ｅ＋１１
Ωであり、実用レベルにおいて絶縁信頼性が良好であることが確認された。湿中負荷試験
（マイグレーション試験）の結果、実施例３の高熱伝導性プリント配線板は、絶縁抵抗が
１Ｅ＋１１Ωであり、外観上、マイグレーションが発生しておらず絶縁良好であることが
確認された。煮沸試験の結果、実施例３の高熱伝導性プリント配線板は、ふくれが発生し
なかった。銅箔のピール強度の試験の結果、実施例３のピール強度の結果は、１．９ｋＮ
／ｍであり、プリント配線板として良好な結果が得られた。アルマイト層の耐クラック性
試験の結果、実施例３に用いるアルマイト層付きアルミニウム基板は、クラックが発生し
なかった。冷温サイクル試験の結果、実施例３の高熱伝導性プリント配線板は、２０００
サイクルにおいても銅層の剥がれが確認されず、高い信頼性が確認できた。
【００９５】
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［実施例４］
　実施例４は、アルミニウム基板として、熱伝導率２１０Ｗ／ｍ・Ｋ、引張り強さが２５
８Ｎ／ｍｍ２の高熱伝導性の高強度アルミニウム合金板を用いた。なお、このときの板厚
及びカットサイズは、実施例１と同様である。実施例４は、当該アルミニウム基板の表面
を塩酸を含むエッチング溶液によって粗化処理した後、当該アルミニウム基板の表面にシ
ュウ酸ベースの電解浴を用いてアルマイト層を形成した。実施例４では、アルマイト層の
膜厚を４０μｍとした。当該アルマイト層は、実施例１で行った再アルマイト処理は行っ
ていない。そして、当該アルマイト層の表面に耐熱樹脂としてのエポキシ系樹脂（熱伝導
率３．０Ｗ／ｍ・Ｋ）を４０μｍの厚さでコーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。
当該耐熱絶縁樹脂層の表面には、実施例１と同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を
形成し、実施例４としての高熱伝導性プリント配線板を得た。当該実施例４の高熱伝導性
プリント配線板の物性は、熱伝導率が１００Ｗ／ｍ・Ｋ、耐電圧が４．７ｋＶであった。
【００９６】
［実施例５］
　実施例５は、実施例４と同様に、アルミニウム基板として、熱伝導率２１０Ｗ／ｍ・Ｋ
（熱伝導性が２６２Ｗ／ｍ・℃）、引張り強さが２５８Ｎ／ｍｍ２の高熱伝導性の高強度
アルミニウム合金板を用いた。実施例５は、当該アルミニウム基板の表面を塩酸を含むエ
ッチング溶液によって粗化処理した後、当該アルミニウム基板の表面にシュウ酸ベースの
電解浴を用いてアルマイト層を形成した。実施例５では、アルマイト層の膜厚を２０μｍ
とした。当該アルマイト層は、実施例１で行った再アルマイト処理は行っていない。そし
て、当該アルマイト層の表面に耐熱樹脂としてのエポキシ系樹脂（熱伝導率３．０Ｗ／ｍ
・Ｋ）を４０μｍの厚さでコーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。当該耐熱絶縁樹
脂層の表面には、実施例１と同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を形成し、実施例
５としての高熱伝導性プリント配線板を得た。当該実施例５の高熱伝導性プリント配線板
の物性は、熱伝導率が１１２Ｗ／ｍ・Ｋ、耐電圧が３．８ｋＶであった。
【００９７】
［実施例６］
　実施例６は、実施例４と同様に、アルミニウム基板として、熱伝導率２１０Ｗ／ｍ・Ｋ
（熱伝導性が２６２Ｗ／ｍ・℃）、引張り強さが２５８Ｎ／ｍｍ２の高熱伝導性の高強度
アルミニウム合金板を用いた。実施例６は、当該アルミニウム基板の表面を塩酸を含むエ
ッチング溶液によって粗化処理した後、当該アルミニウム基板の表面にシュウ酸ベースの
電解浴を用いてアルマイト層を形成した。実施例６では、アルマイト層の膜厚を１０μｍ
とし、実施例１と同様に、再アルマイト処理を行った。そして、当該アルマイト層の表面
に耐熱樹脂としてのエポキシ系樹脂（熱伝導率３．０Ｗ／ｍ・Ｋ）を４０μｍの厚さでコ
ーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。当該耐熱絶縁樹脂層の表面には、実施例１と
同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を形成し、実施例６としての高熱伝導性プリン
ト配線板を得た。当該実施例６の高熱伝導性プリント配線板の物性は、熱伝導率が９２Ｗ
／ｍ・Ｋ、耐電圧が５．０ｋＶ以上であった。
【比較例】
【００９８】
［比較例１］
　比較例１としてのプリント配線板は、アルミニウム基板の表面に直接、高熱伝導接着樹
脂を形成したものである。具体的には、実施例１と同様の２．０ｍｍ厚のＡ５０５２アル
ミニウム（熱伝導率１４０Ｗ／ｍ・Ｋ）を５０ｍｍ×５０ｍｍにカットしたものをアルミ
ニウム基板として用い、当該アルミニウム基板の表面に、当該市販の高熱伝導接着樹脂（
熱伝導率３．６Ｗ／ｍ・Ｋ）を８０μｍの厚さでコーティングした。その後、高熱伝導接
着樹脂層の表面に、マット面の粗度がＲｚ＝６μｍの３５μｍ電解銅箔を熱プレスにより
接着した。これにより、比較例１としてのプリント配線板を得た。
【００９９】
［比較例２］
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　比較例２は、実施例１及び比較例１において用いた２．０ｍｍ厚のＡ５０５２アルミニ
ウム（熱伝導率１４０Ｗ／ｍ・Ｋ）を５０ｍｍ×５０ｍｍにカットしたアルミニウム基板
である。
【０１００】
［比較例３］
　比較例３は、アルミニウム基板として、熱伝導率２１０Ｗ／ｍ・Ｋ（熱伝導性が２６２
Ｗ／ｍ・℃）、引張り強さが２５８Ｎ／ｍｍ２の高熱伝導性の高強度アルミニウム合金板
を用いた。比較例３は、当該アルミニウム基板の表面を塩酸を含むエッチング溶液によっ
て粗化処理し、当該アルミニウム基板の表面にアルマイト層を形成することなく、アルミ
ニウム基板の粗化処理を施した表面に耐熱樹脂としてのエポキシ系樹脂（熱伝導率３．０
Ｗ／ｍ・Ｋ）を４０μｍの厚さでコーティングして耐熱絶縁樹脂層を形成した。当該耐熱
絶縁樹脂層の表面には、実施例１と同様に３５μｍの電解銅箔を接着して銅層を形成し、
比較例３としての高熱伝導性プリント配線板を得た。当該比較例３の高熱伝導性プリント
配線板の物性は、熱伝導率が１２４Ｗ／ｍ・Ｋ、耐電圧が２．３ｋＶであった。
【０１０１】
　上述した各実施例及び各比較例の熱伝導率及び耐電圧の結果を以下の表３にまとめて示
す。
【０１０２】
【表３】

【０１０３】
＜評価＞
　上述の実施例１及び、比較例１、比較例２について、熱伝導性評価を行った。以下に、
評価方法と評価結果の順に説明する。
【０１０４】
＜評価方法＞
　まず、一定温度に加熱した熱板上に１．０ｍｍ厚のシリコンラバーを敷いて、その上に
銅箔側が下となるように各配線板及びアルミニウム基板を載置し、載置した時点からの経
過時間におけるアルミニウム基板表面温度を熱電対により測定した。熱電対は、耐熱テー
プで固定したため、測定箇所近傍は空気と遮断されており、空気中への熱放射による温度
低下は少ない。測定に際し、熱電対の長さは５０ｃｍとし、無風、室温２５℃の条件で測
定を実施した。
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【０１０５】
＜評価結果＞
　図６は、実施例１、比較例１、比較例２のアルミニウム基板直近の熱板上のシリコンラ
バー表面温度とアルミニウム基板表面の温度の差をプロットした。経過時間に対し、温度
差が早く小さくなるほど、伝熱性が良好であることを示している。これによると、本件発
明にかかる実施例１は、高熱伝導接着樹脂を用いた比較例１と比べて、アルミニウム基板
のみの比較例２により近い熱伝導を示していることが分かる。
【０１０６】
　従って、本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板は、発熱量の大きなパワーＬＥＤ、
パワーＩＣ等の電子部品等を実装するためのプリント配線板として用いた場合であっても
、電子部品から発生した熱をより効率的にアルミニウム基板に伝達させて、放熱すること
ができる。従って、当該高熱伝導性プリント配線板を用いた電気・電子製品は、通電時の
発熱による動作速度の低下や、動作不良に陥るなどの性能劣化が少なくなるため、設計通
りの製品寿命が得られやすくなる。また、製品の信頼性の向上を図ることができる。
【０１０７】
　また、本件発明にかかる銅層４１／耐熱絶縁樹脂層３０／第１アルマイト層２０／アル
ミニウム層１１の層構成を有する高熱伝導性プリント配線板は、熱導電率が、１３．０Ｗ
／ｍ・Ｋ以上と高い熱伝導率を示し、耐電圧が０．５ｋＶ以上と高い耐電圧を実現するこ
とができる。そのため、耐熱絶縁樹脂によるアルマイト層と銅回路層との高い密着強度を
実現しつつ、絶縁性、高熱伝導性及び高耐電圧性に優れた高熱導電性プリント配線板を実
現することができる。
【０１０８】
　従って、発熱量の大きなパワーＬＥＤ、パワーＩＣ等の電子部品等を実装するためのプ
リント配線板として使用した場合にも、高い熱伝導性を発揮することができ、通電時の発
熱による性能劣化を少なくすることができる。また、耐電圧が０．５ｋＶ以上、用いるア
ルミニウムの熱伝導率、耐熱絶縁樹脂の熱伝導率及び当該耐熱絶縁樹脂層の厚さによって
は、より高い耐電圧を実現することができ、当該高熱伝導性プリント配線板を用いた電子
機器の信頼性の向上を図ることができる。
【０１０９】
　また、本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板の製造方法は、従来のプリント配線板
の製造設備を使用することが可能で、新たな設備投資を要さず、既存設備の有効活用が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本件出願に係る高熱伝導性プリント配線板は、発熱量の大きなパワーＬＥＤ、パワーＩ
Ｃ等の電子部品等を実装するためのプリント配線板として好適である。当該高熱伝導性プ
リント配線板を用いた電気・電子製品は、通電時の発熱による性能劣化が少なくなるため
、設計通りの製品寿命が得られやすくなる。また、本件出願に係る高熱伝導性プリント配
線板の製造方法は、従来のプリント配線板の製造設備を使用することが可能で、新たな設
備投資を要さず、既存設備の有効活用が可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
　　Ｉ、ＩＩ　高熱伝導性プリント配線板
　１０　アルマイト層付きアルミニウム基板
　１１　アルミニウム層
　１２、１３　表面
　１５　アルミニウム基板
　２０　第１アルマイト層
　２１　表面
　３０　耐熱絶縁樹脂層
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　３１　表面
　４０　銅回路層
　４１　銅層
　４３　耐熱絶縁樹脂層付き銅箔
　４４　銅箔
　５０　両面アルマイト層付きアルミニウム基板
　５１　第２アルマイト層

【図１】

【図２】

【図３】
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